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Opis produktu

XCHO00080

p-1570.html

TOPNIK AMTECH LF-4300-TF 50g NO-
CLEAN FLUX PASTA LUTOWNICZA ZEL
DO BGA SMD

Cena brutto 98,10 zt

Cena netto 79,76 zt

Numer katalogowy XCHO00080

Kod EAN 5903815919367
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SREDNIO AKTYWNY TOPNIK
AMTECH LF-4300-TF 509

PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA OGOLNEGO, SMD | BGA

Topnik wykonany w technologi TPF Tacky Paste Flux co zapewnia odpowiednig lepko$¢ do montazu uktadéw BGA. Posiada
konsystencje zelu co utatwia aplikacje.

Topnik typu no-clean zmywalny srodkami na bazie alkoholu jak i woda.

Mozna go stosowac przy pracach z cyng otowiowa jak i bezotowiowa.

Do czyszczenia pozostatosSci mozna uzywad ptyndéw typu izopropanol oraz ptynéw dedykowanych jak KT-5 i KT-6.
Na tej aukcji kupujesz opakowanie 50g (zastepcze).

Produkcja topnika AMTECH USA. Konfekcjonowanie AMTECH China.

Ponizej profile grzania zalecane przez producenta:
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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